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Drømmedokumentasjonspakken   (!)

ÅAlle dokumenter under må ha med egen revisjon på fil eller i mappe.

ÅBOM: (Excel)

ÅMed kryss ref. (Customer part no/Manufacturer part no, Qty, Description, Reference)

ÅSingel bom med posisjoner 

ÅAssy tegning (PDF)

ÅEl skjema (PDF)

ÅGerber (RS274D)

ÅCAD (ODB++)

ÅPick & Place (CSV)

ÅMekaniske tegninger (PDF og STEP)

ÅProduksjons prosedyre

¶Test instruksjon (PDF)

¶Lakk prosedyre (PDF)

¶Sammenstilling (PDF)

ÅEndringsmelding/Diff. bom (PDF, Excel)

All dokumentasjon leveres i en komprimert fil(Zip,Rar,7z) med produkt no/navn og revisjon som filnavn.



Kapseltyper Comment identifier les composants SMD? (ou comment identifier tout composant) (stackovercoder.fr)

https://stackovercoder.fr/electronics/334128/how-do-i-identify-smd-components-or-how-do-i-identify-any-component


Silketrykk

(Direct legendprinting) (DLP) 

(Laser direct Imaging)    (LDI) 



Silketrykk

ÅSilketrykk må være «flat» 
Å(Direct legendprinting) (DLP), eller (Laser direct Imaging)(LDI) 
ÅEventuelt fjernes helt rundt komponenter med svært tett pitch !



Valg råvarer: Loddepasta  (Type 4 / type 5)
Activity level ROL0
Type 5 (15 ς25)µm particle size

The smaller particle size (type 5) ensures the solder material is 
passed through the aperture opening and deposited on the 
solder pad terminal.

Activity level ROL0
Type 4 (20 ς38)µm particle size

¢ƘŜ άƭŀǊƎŜǊέ ǇŀǊǘƛŎƭŜ ǎƛȊŜ όǘȅǇŜ пύ ǇǊƻǾƛŘŜ ŀ ƭŜǎǎ ǎǘŀōƭŜ ŘŜǇƻǎƛǘ ƻŦ 
solder material through the smallest aperture openings.
¢ƘŜǊŜ ƛǎ ŀ Ǌƛǎƪ ŦƻǊ ǇŀǊǘƛŀƭ άŎƭƻƎƎƛƴƎέ ƻŦ ǘƘŜ ǎƻƭŘŜǊ ǎǘŜƴŎƛƭ ŀǇŜǊǘǳǊŜ 
opening during solder paste screen printing. 



Valg råvarer: Flussrester loddepasta    (Begge metallinnhold 88,5%)



Valg råvarer: Fluss (Selektiv)     Begge (ORL0) 



Laminat

ÅValg av «riktig» laminat for krevende miljø  !



Laminat

ÅEnkelte laminater «krymper» etter første loddeprosess. Eksempel 0,5mm !



Plass for «aƛŘǘǎǘǄǘǘŜέ

Legg inn plass for 

midtstøtte på BREDE kort/paneler



Mønsterkortfarge, resist, fiducials

Lodderesist, farge: Grønn (På grunn av AOI)

Opprettingsmerker: (Fiducials)

Plasseres asymmetrisk i hvert hjørne

Lag som:

Sirkel Ø=1,0mm

Åpning i resist Ø=3,0mm



Termisk avkobling



Termisk avkobling, hulldiameter



Kobberbalansering 

Copperbalance- Multi Circuit Boards (multi-circuit-boards.eu)

https://www.multi-circuit-boards.eu/en/pcb-design-aid/copper-balance.html


Plasttype i konnektorhus

ÅType plast i plastkomponenter, (konnektorhus), bør tåle en varm loddeoperasjon !



Terminallengde

ÅKorte terminaler på konnektor gir ikke kortslutninger under produksjon !



Loddefeller

Loddefeller i design hindrer «Rework» 



Selvsentrerende padutlegg



Selvsentrerende padutlegg



Selvsentrerende padutlegg



Komponenter nær kortkant



Komponenter nær kortkant  (V-cut)



Resist



Resist (Misregistrering)



Resist (Misregistrering)



«Varmesensitive» komponenter 



Maskeringsprosedyre beskyttelseslakk



Valg av underfill



Valg av lim



Toleranser



Å tƭŜŀǎŜ ŀŘŘ ƻǇŜƴ ǇƭŀǘŜŘ ǾƛŀƘƻƭŜǎ ƛƴ ǎƻƭŘŜǊ ǇŀŘǎ ƻŦ ǇƻƎƻ Ǉƛƴǎ άWсέ ŀƴŘ άWтέ 

Å ¢Ƙƛǎ ǿƛƭƭ ƛƴŎǊŜŀǎŜ ǎƻƭŘŜǊ ǾƻƭǳƳŜ ŀƴŘ άǎǘǊŜƴƎǘƘέ ƻŦ ǘŜǊƳƛƴŀƭ

Å tƭŀǘŜŘ Ǿƛŀǎ ǿƛƭƭ ŦǳƴŎǘƛƻƴ ŀǎ ŀ άƘȅŘǊŀǳƭƛŎέ Ǉƛǎǘƻƴ ŀŘƧǳǎǘƛƴƎ ǘƘŜ ǾƻƭǳƳŜ ƻŦ ǘƘŜ ǎƻƭŘŜǊ ƳŀǘŜǊƛŀƭ

Å Viaholes should be included in resist layer on opposite side, (not filled). 

Designløsning: Pogo pins 



Å tƭŜŀǎŜ ŀŘŘ ƻǇŜƴ ǇƭŀǘŜŘ ǾƛŀƘƻƭŜǎ ƛƴ ǎƻƭŘŜǊ ǇŀŘǎ ƻŦ ǇƻƎƻ Ǉƛƴǎ άWсέ ŀƴŘ άWтέ 

Å ¢Ƙƛǎ ǿƛƭƭ ƛƴŎǊŜŀǎŜ ǎƻƭŘŜǊ ǾƻƭǳƳŜ ŀƴŘ άǎǘǊŜƴƎǘƘέ ƻŦ ǘŜǊƳƛƴŀƭ

Å tƭŀǘŜŘ Ǿƛŀǎ ǿƛƭƭ ŦǳƴŎǘƛƻƴ ŀǎ ŀ άƘȅŘǊŀǳƭƛŎέ Ǉƛǎǘƻƴ ŀŘƧǳǎǘƛƴƎ ǘƘŜ ǾƻƭǳƳŜ ƻŦ ǘƘŜ ǎƻƭŘŜǊ ƳŀǘŜǊƛŀƭ

Å Viaholes should be included in resist layer on opposite side, (not filled). 

Å Solder volume very much increased, no tilted terminals.

Å Design with via-hole working as a hydraulic piston works

Å Terminal strength soldered connection is now very much stronger

Design change verified and successful !

Designløsning: Pogo pins 



«Metallfinish» terminaler 



«Wire To Board» 



Maskinell montering hullmonterte komponenter 



Stamplodding hullmonterte komponenter 


